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Aktivierte, bleifreie no-clean Lotpaste
Beschreibung:

IF 9009" ist eine aktivierte no-
clean Lotpaste die sehr gut ge-

eignet ist fir schwer benetzbare
und stark oxidierte Oberflachen.

IF 9009" ist leicht halogenhaltig
und klassifiziert als RE/L1 gemap
IPC J-STD-004A.

IF 9009" weist eine gute Nass-
klebekraft auf und ist formstabil.
Wahrend des Druckens behalt sie
ihre Rheologie und gewahrleistet
dadurch einen stabilen Druckpro-
zess

Diese Lotpaste enthalt kein Kolo-
phonium: Es gibt weniger gefahr-
liche Dampfe beim Reflow und

der Wartungsaufwand des Ofens
ist geringer. Die Riickstande nach
dem Reflow sind transparent, sie

erzeugen keine Probleme im IC-
Test Abgebildetes Produkt kann vom gelieferten Produkt abweichen

IF 9009" ist hydrophob und gibt
keine Létperlenbildung nach dem

Reflow.
Verfligbarkeit
Legierung Metallgehalt Kérnung Gebinde

Sn96,5Ag3Cu0,5

Drucken: Standard Typ 3 Dosen :250g/500g
Sn95,5Ag3,8Cu0,7 88-89% (25— 45p)

Kartuschen:

Sn95,5Ag4Cu0,5 Typ4und Typ5  60z: 500g/600g/700g

Dispensen: verfugbar fir

Sn99Ag0,3Cu0,7 bestimmte Legie- 120z: 1kg/1,2kg/1,3kg/1,5kg

0,
84% rungen Spritzen: 5CC/10CC/30CC

Sn98,5Ag0,8Cu0,7
Andere Verpackungen auf Anfrage
Sn95,8Ag4,2

Sn99,3Cu0,7

Andere Legierungen
auf Anfrage
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Hauptvorteile:

e Ausgezeichnete Be-
netzung auf schwer
benetzbare Oberfla-
chen

e Ausgezeichnete Be-
netzung auf stark
oxidierte Oberfla-
chen

e Transparente Rlick-
stande nach dem
Reflow

S.A. INTERFLUX® ELECTRONICS N.V -  Eddastraat 51 - BE-9042 Gent - Belgium

tel: +32 9251 49 59 -
www.interflux.com -

fax.: +32 9251.4970
Info@interflux.com




Technische Daten IF 9009Y

1SO0
9001

Seite 2

Reflowprofil

einer groBen Leiter-
platte auszugleichen
sind, oder wenn Lun-
ker reduziert werden
mussen.

Beim bleifreien Reflow
-Lotprozess ist speziell
zu beachten, dass die
Komponenten nicht
Uberhitzen.

Dies gilt hauptsachlich
fur HeiBluft- und IR-
Ofen. Wichtig ist, die

Allgemein
Allgemein wird ein

Profil mit kurzer Stufe
empfohlen. Aber auch
lineare Profile oder
Stufenprofile sind
moglich. Ein Stufen-
profil kann dann erfor-
derlich sein, wenn
Temperaturunter-
schiede aufgrund vie-
ler, unterschiedlicher
Komponenten oder

Profilempfehlungen

Vorheizung (preheat)

Ab Raumtemperatur mit
einem Temperaturan-
stieg von 1 - 3°C/s bis
auf zirka 200°C fahren.
Hohere Geschwindigkei-
ten kénnen zu Risse in
Komponenten fihren.
Die aufgenommene
Feuchtigkeit in den
Komponenten muss ge-
nigend Zeit zum Ver-
dampfen haben.

Stufenbereich (soak)
Von 180°C bis 215°C

mit einem Anstieg von
0-1°C/s. Manchmal ist
ein flacher Stufenbe-
reich empfehlenswert,
damit die Temperatur-
unterschiede auf der
Leiterplatte ausgegli-
chen werden kénnen
oder um Lunkerbildung
(Voids) zu reduzieren.
Dafir wird oft eine

Temperaturgrenzwer-
te der Bauteile zu
kennen. Empfehlens-
wert ist die Durchfih-
rung von Temperatur-
messungen mit Hilfe
von Thermoelemen-
ten. Dadurch werden
die unterschiedlichen
Komponenten (groBe,
kleine, temperatur-
empfindliche Bauteile)
sowie auch deren La-

Stufe von 20-90s zwi-
schen 200°C-215°C
benltzt.

Reflow

Die Peak-Temperatur
ist stark abhangig von
den Komponentenspe-
zifikationen. Allgemein
bewegt sich die Tem-
peratur zwischen 235
und 250°C. Die Zeit-
dauer des fliissigen

ge auf der Baugruppe
(seitlich, in der Mitte,
oder in der Nahe von
'Heat Sinks') erfasst.
So erhalt man ein un-
gefahres Bild der
Temperaturverteilung
auf der Baugruppe im
Reflow-Lotprozess.

Lotzustandes (lber
Schmelzpunkt der Le-
gierung) kann 45-90s
betragen.

Abkiihlung (coolin
Die AbkUhlrate sollte

maximal -4°C/s betra-
gen, denn die unter-
schiedlichen thermi-
schen Ausdehnungsko-
effizienten der Kompo-
nenten kdnnen zu
Rissbildung fiihren.
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Produkthandhabung
Lagerung Drucken

Die Lotpaste sollte im
geschlossenen Origi-
nalgebinde bei einer
Temperatur zwischen
3 -7 °C gelagert
werden.

Handhabung
Zur Vermeidung von

Kondenswasserbildung
Lotpaste vor dem Off-
nen langsam auf
Raumtemperatur er-
warmen lassen. Vor
Gebrauch gut aufrih-
ren.

Testergebnisse

Stellen Sie sicher,
dass die LP gut gegen
die Schablone druckt.
Nicht mehr Rakeldruck
anwenden als notwen-
dig um eine saubere
Schablone zu haben.
Ausreichend Lotpaste
auftragen, damit die
Lotpaste wahrend des
Druckens gut rollen
kann. Regelmapig
kleinere Mengen fri-
scher Lotpaste beifl-
gen.

Unterhalt
Regelmapige Reini-
gungsintervalle der
Schablonenunterseite
flr die Gewahrleistung
einer kontinuierlichen
optimalen Druckquali-
tat festlegen. Dieses
Intervall ist von Lei-
terplatte und den Um-
gebungsparametern
abhéangig.

ISC8020 wird emp-
fohlen als Reinigungs-
mittel fir die Schablo-
nenunterseitenreinigu

ng.

nach EN 61190-1-2(2002) und IPC J-STD-004A/J-STD-005

Eigenschaft Ergebnis
Chemisch
Kupferspiegeltest bestanden
Halogengehalt
Silberchromat(Cl, Br) bestanden
Klimatest
SIR Test bestanden
Eigenschaft Ergebnis
Mechanisch
Lotperlentest nach 15Min bevorzugt
nach 4St akzeptabel
Benetzungstest bestanden
Formstabilitat nach 15Min bei 25°C  bestanden
nach 10Min bei 150°C  pestanden
AusflieBverhalten 137,89 mm?

Bemerkung

J-STD-004A IPC-TM-650 2.3.32

J-STD-004A IPC-TM-650 2.3.33

J-STD-004A IPC-TM-650 2.6.3.3

Bemerkung
J-STD-005 IPC-TM-650 2.4.43
J-STD-005 IPC-TM-650 2.4.43
J-STD-005 IPC-TM-650 2.4.45
J-STD-005 IPC-TM-650 2.4.35

J-STD-005 IPC-TM-650 2.4.35

J-STD-004 IPC-TM-650, 2.4.46

Wiederholter Ge-
brauch

Gebrauchte Lotpaste
nicht wieder in den
Kihlschrank stellen.
Dose verschlieBen und
in einem geschlosse-
nen Behalter mit was-
serabsorbierendem
Material lagern. Vor
erneutem Produkti-
onseinsatz die Lotpas-
te testen.

Sicherheit

Bitte immer das Si-
cherheitsdatenblatt
des Produktes lesen.
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Parameterempfehlungen

Drucken
Geschwindigkeit:
Rakeldruck:

Unterseitenreinigung:

Temperaturbereich:

Bestlicken
Klebezeit:

Reflow
Reflowprofil:
Ofen:

I.C.T
Flying Probe prifbar

Nadelbett prifbar

20—70mm/sec
+250g / cm Lange
jede 10 LP

15°C bis 25°C

> 4 Stunden

gerade und mit Stufe
Konvektion,
Dampfphase, usw

Reinigung

Reinigung der Paste von Schablonen und
Werkzeugen wird empfohlen mit Interflux® ISC
8020.

Die Riickstdnde nach Reflow von IF 9009'" sind sehr
sicher und mussen nicht gereinigt werden. Sie kon-
nen aber gereinigt werden falls gewlinscht.

Eine Kompatibilitdtsliste zwischen den Interflux®
Produkten und den Zestron® Reinigungsprodukten
ist erhaltlich bei Interflux.

Handelsname : IF 9009It No-Clean, Lead Free Solder Paste

Haftungsausschluss

Diese Angaben beschreiben ausschlieBend die Sicherheitserfordernisse des Produktes und stiitzen sich nach bestem Wissen auf
den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Da Interflux® Electronics N.V. die vielen Mdglichkeiten, unter denen die oben genann-
ten Produkte eingesetzt werden kdnnen, weder kontrollieren, noch beeinflussen kann, kann keine Garantie Uber die Verwend-
barkeit gegeben werden. Die Anwender sind jeweils verpflichtet, Tests zur Verwendbarkeit der Produkte fiir den jeweiligen An-
wendungsfall in der eigenen Fertigungsumgebung durchzufiihren. Die Daten des oben angegebenen Produktes stellen keine
Zusicherung von Eigenschaften des Produktes im Sinne von Haftungs- bzw. Gewahrleistungsvorschriften dar und erfolgen un-

verbindlich.
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